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宿迁瓷砖灌封胶

生成日期: 2025-10-28

    灌封就是将液态复合物用机械或手工方式灌入装有电子元件、线路的器件内，在常温或加热条件下固
化成为性能优异的热固性高分子绝缘材料。常见的灌封胶种类主要有三种，分别是聚氨酯灌封胶、有机硅灌封
胶和环氧树脂灌封胶。灌封胶的主要作用是置换空气空隙并确保适当的热传递。但灌封胶并非是主要的解决办
法，除了使用灌封胶，间隙填充物垫也是一个应用广的方法。填充物垫和灌封胶都提供有效的热管理手段。虽
然填充物垫有更长的历史，但灌封胶的进展在某些情况下已经超越了填充物垫的性能。
灌封和固化过程中，填充剂等粉体组分沉降小，不分层；固化放热峰低，固化收缩小。宿迁瓷砖灌封胶

    灌封胶是对敏感电路和电子元器件进行长期有效的灌封保护的电子胶水，固化后可以起到防水防潮、
防尘、绝缘、导热、保密、防腐蚀、耐温、防震的作用。目前市场上电子灌封胶种类非常多，从材质类型来分，
目前常见的主要为3种，即环氧树脂灌封胶、聚氨酯灌封胶、有机硅灌封胶。以上三款胶都有各自的优缺点，所
以适用的范围也不一样。具体如下：【聚氨酯材质的灌封胶】——优点：可以使用催化剂加快固化，且不会影
响其性能，所以可随心控制胶体的固化时间。缺点：耐高温能力差且容易起泡，固化后胶体表面不平滑且韧性
较差，抗老化能力和抗震紫外线都很弱、胶体容易变色；【环氧树脂材质的灌封胶】——优点：具有耐高温性
能和电气绝缘能力，操作简单，固化前后都非常稳定，对多种金属底材和多孔底材都有附着力。缺点：抗冷热
变化能力弱，防潮能力差，并且固化后为胶体硬度较高且较脆，容易拉伤电子元器件。【有机硅材质的灌封
胶】——优点：具有优异的电气性能和绝缘能力，灌封后有效提高内部元件以及线路之间的绝缘,提高电子元器
件的使用稳定性。具有返修能力，可快捷方便的将密封后的元器件取出修理和更换。缺点：粘结性能稍差。宿
迁瓷砖灌封胶质量好而不贵的灌封胶哪里可以买到？

有机硅电子灌封胶相比其他灌封胶有什么优势？优势1：对敏感电路或者电子元器件进行长期的保护，对电
子模块和装置，无论是简单的还是复杂的结构和形状都可以提供长期有效的保护。优势2：具有稳定的介电绝缘
性能，是防止环境污染的有效屏障，固化后形成柔软的弹性体在较大的温度和湿度范围内消除冲击和震动所产
生的应力。优势3：能够在各种工作环境下保持原有的物理和电学性能，能够抵抗臭氧和紫外线的降解，具有良
好的化学稳定性。优势4：灌封后易于清理拆除，以便对电子元器件进行修复，并且在修复的部位重新注入新的
灌封胶。

在电子工业中，封装是必要工序之一。电子灌封胶就是主要的封装材料，把构成电子器件或集成电路的各
个部件按规定的要求合理布置、组装、连接、并与环境隔离从而得到保护的工艺，起作用是防止水分、尘埃及
有害气体对电子器件或集成电路的侵蚀，减缓振动，防止外力损伤和稳定元件参数。无论是分立器件、集成电
路、大规模集成电路灯半导体元件，还是印刷电路板、汽车电子产品、汽车线束、连接器、传感器等电子元器
件、通常在末道工序进行封装。除了有机硅灌封胶，大多数的灌封材料，在封装之后是不可拆卸的，这就意味
着封装失败产品就会直接的报废，从而影响产品成本。所以如果要选择封装电子器件的电子灌封胶，比较好选
用有机硅材质的灌封胶。环氧灌封胶的硬度比较大可以达到多少？

    随着电子工业的大力发展，人们更注重产品的稳定性，对电子产品的耐候性有更苛刻的要求，所以现
在越来越多的电子产品需要灌封，灌封后的电子产品能增强其防水能力、抗震能力以及散热性能，保护电子产
品免受自然环境的侵蚀延长其使用寿命。而电子产品的灌封一般会选用有机硅材质的灌封胶，因为其拥有很好
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的耐高低温能力，能承受-60℃～200℃之间的冷热变化不开裂且保持弹性，使用导热材料填充改性后还有较好
的导热能力，灌封后能有效的提高电子元器件的散热能力和防潮性能，而且有机硅材质的电子灌封胶固化后为
软性，方便电子设备的维修，对比环氧树脂材质的电子灌封胶，灌封固化后硬度高，容易拉伤电子元器件，抗
冷热变化差，在冷热变过程中容易出现细小的裂缝，影响防潮性能，耐温性也只有-10℃～120℃，一般只适用
于对环境无特殊要求的电子设备里面。
在发展初期，几乎所有类型的灌封胶成本都是高于填充物垫的。宿迁瓷砖灌封胶

灌封胶可以粘接尼龙材料吗？宿迁瓷砖灌封胶

聚氨酯灌封胶又称PU灌封胶，固化后多为软性、有弹性可以修复，简称软胶，粘接性介于环氧与有机硅之
间，耐温一般，一般不超过100℃，灌封后出现汽泡比较多，灌封条件一定要在真空下，粘接性介于环氧与有机
硅之间。优点：耐低温性能好，防震性能是三种之中比较好的。具有硬度低、强度适中、弹性好、耐水、防霉
菌、防震和透明等特性，有优良的电绝缘性和难燃性，对电器元件无腐蚀,，对钢、铝、铜、锡等金属,以及橡
胶、塑料、木质等材料有较好的粘接性。缺点：耐高温性能较差，固化后胶体表面不平滑且韧性较差，抗老化
能力和抗紫外线都很弱、胶体容易变色。适用范围：适合灌封发热量不高的室内电器元件，可使安装和调试好
的电子元件与电路不受震动、腐蚀、潮湿和灰尘等的影响，是电子、电器零件防湿、防腐蚀处理的理想灌封材
料。宿迁瓷砖灌封胶

昆山嘉之美电子材料有限公司坐落在周市镇新镇白塘路85号，是一家专业的电子硅胶、胶粘剂、接着剂、
润滑油、散热膏、点胶设备及工具、防静电产品、电子仪器、电子零部件、光电材料、机械设备及配件、电子
设备及周边耗材、劳保用品的销售；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）公司。公司目前拥有较多的高技术人才，以不断增强企业重点竞争力，加快企业技术创新，
实现稳健生产经营。昆山嘉之美电子材料有限公司主营业务涵盖粘接密封胶，灌封胶，导热胶，瞬干胶，坚
持“质量保证、良好服务、顾客满意”的质量方针，赢得广大客户的支持和信赖。一直以来公司坚持以客户为
中心、粘接密封胶，灌封胶，导热胶，瞬干胶市场为导向，重信誉，保质量，想客户之所想，急用户之所急，
全力以赴满足客户的一切需要。


